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Typbezeichnung von Halbleiterbauelementen (Blatt 1) 

IM A_- 

llll"htu|vunld.lfl‘lmdhn\umhißfidkhno- 
des Standards IG.LJ'IUH. Folgende grundsätzliche 

Aufnahme der Gebäusevarlanten in den 3. Buchstaben des 
1, 5 

n-zun'„mn:m — Reduzierung Grundeigenschaft von 
1S und Streichung des Zusammenhangs mit dem Betriebstem- 

Aufnahme weiterer Gehäuseformen; 

nung von IS; 
— Aufnahme der Bildung einer Typkennzeichnung und der Ge- 

staltung der Typkennzeichnung auf dem Bauelement. 
Weiterhin kann davon ausgegangen werden, daß diese Fassung 
der TGL 38075 für die kommenden Jahre bis nach 1990 verbind- 
lich bleiben wird, so daß sie als Bestandteil dieser Schaltungs- 
sammlung sinnvoll erscheint. 
Der Standard gilt nicht für Selengleichrichter, Gleichrichterbrük- 
ken, Gleichrichter-Thyristor- und Tramsistormödule sowie Hy- 
bridschaltkreise. 

2. - Diskrete Halbleiterbauelemente 

21, 

2,2 

Schema (Beispiel) 

1,Block 

Tabelle ! Schema der Bezeichnung von diskreien Hulbleirerbauelementen 

1.Bloek 2 Bioek 3, Block 

dürfen die Ziffern 1 bis 9 zu 2stelligen Zahlen kombiniert wer- 
den. Die Ziffern 1 bis 5 gelten für Bauelemente des Sonderbe- 
darfs der Einsatzklassen 1 bis 5. Weitere Ziffern ergeben sich aus 

Sensor-Halbleiterbauelement (außer Optoelektronik) 
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2.3. 2.Block 

Der 2.Block besteht im allgemeinen aus 2 bis 4 Ziffern und stellt 
eine Zählnummer dar, die bei Bestätigung der Typbezeichnung 
festzulegen ist. 



wmmvam‚m- 
lich zu übernehmen. Die Zählnummer dasf auf mehr als 4 Stel- 
Jen erweitert werden, wenn internationale Vorbildtypen das e1- 
Fordern. 

Nenwwent der Z-Spanmung in ol 

»V zulilisäg. 2 BL 30 V 

Ergänzende Eigemschaften — 

2.42. Optoelektronische Halbleiterbauelemente 

Taheite 3 ® 

n n 1 X 

X ohne Gehäuse (Chip); 
Zusatzzeichen für technokogische Varianten nach FL &8 00 

Modifikation: 1bis9 
ppe: A bis R außer I und Q 

bzw. Strabl- 
stärke- und Kollektorstromgruppe: Abis _ 

isgruppe: 1und2 

2.4.3. Transistoren 

Tabelle 4 . 

A N x 

V er Cruppacru: 
\nach eincm bestimmien Kenmwert 

Ausmeiyp 

X ohne Gebäuse (Chip): - 
Zusatzzeichen ür techaologische Varianten nach T(/. 18 00 

Zeichenvorrat: Zeichenbedeutung nach Festlegung des Herstel- 
lers. 

+ vom Gate-Arrays (Abschnitt 3.01.) 

Verstärkungsgruppe oder Gruppierung nach einem bestimmien 
Kennwert: A bis H und U 
Ausmeßtyp: ® 
- N bis Z außer S, U und X für höherwertige Bauelemenie als 
der Grundtyp 

— 1 bis 9 für Bauclemente, die die Eigenschaften des Grundiyps 

nicht erreichen und durch ihn direki ersetzbar sind 

3.1. Schema (Beispiel) 

Tahelle 5 Schema der Bezeichnung vom integrierten Halbleiterschaltkreisen 

C 0an A K 000000 D 4 

Frrg y mla 

3':.'3'5'..'.‘ 33) — 

Zähl-Nr. (Abschnitt 3.4.) 

Gehäuse (Abschnin 3.5.) 

Ziffer für speziellen Einsatz 
{Abschnitt 3,6.) 

Bethiebstemperaturbereich 
(Abschnitt 3.7.) 

Spezifische Eigenschaft (Abschnitt 3.K.) —— 

Gruppierung nach bestimmtem Kennwert 
(Ahschnit 3,9,) 

Ausmeßiyp (Abschritt 3.10.) 

Typ mit vereinbartem bit-Musier der Letbahnvariante 

Anwendung nur zugelassen für Kundenwunsch-IS des ISA-Sy- 
stems, für Sensor-IS und für 1S, die bei gleicher elektrischer 
Funktion in unterschiedlichen Technologien hergestellt werden, 
sofern der internationale Vorbildtyp die technologische Variante 
nicht als Buchstabeneinschluß innerhalb der Zählnummern ent- 
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Typbezeichnung von Halbleiterbauelementen (Blatt 2) 

H Hall-Effekt-Sensor 
T ‚Temperatursensor 

Weitere Buchstaben sind wllnl;flnlellululuillml.'a'— 

3.4. Ziählnummer 

Die Zählnummer besteht aus 2 bis 6 Stellen und ist bei der Be- 
stätigung der Typbezeichnung festzulegen. Die Zählnummern 
internationaler Vorbildiypen sind grundsätzlich zu übernehmen. 
Das bezicht sich auch auf Buchstabeneinschlüsse innerhalb der 
Zählnummer. Diese darf auf mehr alz 6 Stellen erweitent werden, 
wenn internationale Vorbildtypen das erfordern, 

3,5. Gehäuse 

3.5.1. Typen mit Gehäuse 
Metall-Glas-Gehäuse oder andere Materialkombination 
Dual in line package (DIP), Keramik 
DIP, Plast 
DIP mit Kühlfahne 

FPower in line (PIL), für horizontalen Einbau 
DIP mit unlösbarem Kühlkörper 
Quad in line package (QIP), Keramik 
QIP, Plast 
SOT-Gehäuse, Plast, als IS-Gehäuse, z.B. SOT 54 
Chip carrier, Plast (PCC) 
Chip carrier, Keramik (CCC) 
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3.5.2. Typen olne Gehäuse 
X Chip: Zusatzzeichen für techsologische Varianten mach 
TGL 38004 

3.6. Ziffer für speziellen Einsatz 

Es gelien die Ziffern nach Abschnitt 2.2.2. 

3.7. Betriebstemperaturbereich 

Betriebstemperaturbereich nach Erreugnisstandard, Anwen- 
dung nur, wenn keiner der nachfolgend angegebenen Berei- 

> 

0 bis 70°C 
—10 bis 70°C 
—10 bis 85°C 
—25 bis 70°C 
—25 bis 85°C 
—40 bis 70°C 
—40 bis 85°C 
—55 bis 85°C 
—55 bis 125°C 

Wolfl| Kennbuchstaben für den Betriebstemperaturbereich au- 
Ber $ und X sind zulässig; ihre Bedeutung ist im Erzeugnisstan- 
dard anzugeben. 
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Taktfrequenz: ? Ziffern, deren Bedeutung im Erzeugnisstandatd 
festzulegen ist. 
Zugriffszeit: 2 Ziffern, deren Bedeutung im Erzeugnisstandard 
festzulegen ist. 
Die Anwendung nur einer Zilfer ist nicht zulässig. In diesem 
Falle wäre eine Null vor die Ziffer zu setzen, z.B. »05« 

3,9, Gruppierung nach cinem bestimmten Kennwert 

Zeichenvortat: a...h nach Festlegung des Herstellen. 
* 

3.10. Ausmeßtyp 

Zeichenvorrat: Bedeutung der Zeichen nach Festlegung des Her- 
stellers, 
= n...2 außer s und x für höherwertige Typen gegenüber dem 

Grundtyp, 
— 1 bis 9 für 1S, die die Eigenschaften des Grundtyps nicht errei- 

chen und durch den Grundtyp direkt ersetzbar sind. 
— S Amateurtyp. Die einzelnen Amateurtypen sind durchzunu- 

merieren: S1, 52 usw. 

3.11. Typ mit vereinbartem bit-Muster, Leitbahnvarlante 
von Gate-Arrays und ähnliche IS 

Sie werden durch 3 Ziffern gekennzeichnet, die von der übrigen 
Typbezeichnung durch einen Bindestrich getrennt sind. Der Zei- 

chenvorrat darf auf 4 Ziffern erweitert werden, 

4. Gestaltung der Typkennzeichnung auf dem Bauelement 
Y (Stempelbild) 

4.1. Diskrete Halbleiterbauclemente „ 

4.1.1, Varlante 1 
Die vollständige Typbezeichnung ist in 1 Zeile aufzubringen.. 

4.1.2, Varkante 2 
Die Typkennzeichnung des Normaltype ist in 1 Zeile n|knlalln 

gen. Die Kennzeichnung für speziellen Einsatz, z.B. spezielle 
Einsatzklassen, ist nach Abschnitt 2.2.2, vorzunehmen. 

4.1.3. Varlante } 
Wenn die auf dem Bauelement zur Verfügung stehende Fläche 
die Anwendung der Varianten 1 und 2 nicht zuläßt, ist eine ko- 
dierte Typkennzeichnung aufzubringen. Sie ist im Erzeugnis- 
standard fesizulegen und ru erläutern. 

4.2. Integriene Halbleiterschaltkreise 

4.2.1. Varlante 1 
Wie bei 4.1.1. 

4.2.2. Varlante 2 N 
Der 1. Teil der Typbezeichnung bis einschließlich Gehäusekenn- 
buchstaben ist in der 1.Zeile, der ?. Teil in der 2.Zeik zwischen 
Herstellerzeichen und Herstellungszeitraum anzuordnen. Bei 
ungünstigen Platzverhältnissen darf die Typbezeichnung auch 

an einer anderen Sielle, z. B. nach der Zählnummer, getrennt 
werden. Befindet sich an der Trennstelle ein Schräg- oder Bin- 
destrich, so ist dieser wegrulassen. 
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4.2.3. Variante 3 
Der konstante Teil der Typbezeichnung ist in der 1.Zeile, der va- 
riable Teil (Ausmeßtyp, Amateurtyp, bit-Muster, Leitbahnva- 

riante, Kennzeichnung für speziellen Einsatz) quer dazu auf der 
rechten Seite des Gehäuses anzuordnen. Die 2. Zeile, die mit der 
1. bündig abschließt, enthält links das Herstellerzeichen, rechts 
die Datumskennzeichnung. Der Raum dazwischen kann für Zu- 

satzinformationen, z.B. Zollrastermaß (Z), genutzt werden. Wird 
‚ein IS sowohl im metrischen als auch im Zollraster hergestellt, 

ist die Zusatzinformation »Z« für Zollraster auf jeden Fall aufzu- 
bringen. 

4.2.4. Varlante 4 
Der 1. Teil der Typbezeichnung einschließlich Gehäusekenn- 
buchstaben ist in der 1, Zeile links auf dem Bauelement anzu- 

bringen. Darunter sind in der 2. Zeile links das Herstellerzei- 
chen, rechts die Datumskennzeichnung anzuordnen. Der Raum 
dazwischen kann für Zusatzinformationen, z. B. Zollrastermaß 
{Z), genutzt werden. Wird eine IS sowohl im metrischen als auch 
im Zollraster hergestellt, so ist die Zusatzinformation »Z« für 
Zollraster auf jeden Fall aufzubringen. 
Der 2. Teil der Typbezeichnung (Betriebstemperaturbereich, 
Taktfrequenz, Zugriffszeiten, bit-Muster oder Leitbahnvarian- 
ten) ist in der rechten Hälfte des Bauelements anzuordnen. Bei 
Anwendung dieser Variante ist ein Beispiel im Emuamssun- 
dard bildlich darzustellen und'zu erläutern. 

4.2.5. Variante 5 
Die Typkennzeichnung kann auch 3zeilig aufgebracht werden, 
Es ist zulässig, z.B. in der 2. Zefledne'l'ypbe!.ewi}nnnuemnlm- 

ternationalen Vorbildtyps anzuordnen, sofern Äquivalenz be- 
steht. 

4.2.6. Variante 6 
Bei ungünstigen Platzverhältnissen ist eine verkürzte Typkenn- 
zeichnung (Typkurzzeichen) aus der Typbezeichnung nach Ab- 
schnitt 1 zu bilden und nach Abschnitt 4.2.1. bis 4.2.4. auf dem 
Bauelement anzuordnen. 

4.2.7. Variante 7 
Kann nicht nach Variante | bis 6 verfahren werden, ist eine ko- 
dierte Typkennzeichnung aufzubringen und im Erzeugnisstan- 

dard anzugeben und zu erläutern. 

4.2.8, Variante 8 
Sofern eine andere Anordnung der Elemente der Typkennzeich- 
nung als nach Variante 1 bis 5 erforderlich ist, muß diese im je- 
weiligen Erzeugnisstandard bildlich dargestellt und erläutert 
werden. 


